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　近年，印刷技術を用いてデバイスや配線板を形成するプ
リンテッドエレクトロニクス技術が注目されている。印刷
技術はアディティブマニュファクチャリングであり，低コ
スト化，高生産性，省資源化などを期待でき，さまざまな
製品適用が試みられている。プリンテッドエレクトロニク
スが注目を浴びた要因として，低温焼成にもかかわらず低
抵抗導体となる銀ナノインクの実用化が挙げられる。PET
フィルムとの同時焼成も可能になったことから，応用範囲
も広がった。しかし，これまでは，短手番，大面積などと
いう製造・生産の視点からの印刷技術のメリットが挙げら
れており，「既存技術の代替」の要素が大半を占めていた。
これに対し，その製品を手にしてデライトを感じたいエン
ドユーザの視点からは，印刷で製造した製品ということだ
けでは訴求力が物足りなく，今日の広がりに欠けるプリン
テッド技術を物語っていると言える。
　昨今では，モノとインターネットの融合により新たな付
加価値を創造する IoT (Internet of Things)への注目が高まっ
ている。ICT機器のみならず，自動車，ロボット，住宅設
備などあらゆるモノがインターネットにつながり，情報の
やり取りをすることで，モノのデータ化並びに知識化など
が進み，新たな付加価値を生み出すものである。IoTの世
界を実現する上で，サーバなどのバックエンドである ICT
インフラからスマートフォンに代表されるフロントエンド
デバイスに至るまで，さまざまな技術革新は必要である
が，特にフロントエンドで適用される無線およびセンサ機
能を搭載した IoTデバイスが市場をけん引していくものと
推測される。このデバイスに大きく係わっていく技術がプ
リンテッドエレクトロニクス技術と考えられる。
　電子部品・実装技術委員会では，傘下にプリンタブルデ
バイス実装研究会を擁しており，今回，プリンタブルデバ
イス実装技術の現状と展望と題して，新たな応用例を探
り，専門的な技術解説を掲載することにした。1件目は「セ
ルロースナノファイバーを用いたペーパーデバイスの開発」
で，軽量，高耐熱，折り畳み性を持つ透明な紙にエレクト
ロニクスを仕込むことによって，これまでのマテリアル

セットでは得られなかった新たなユーザエクスペリエンス
が生まれる可能性がある。2件目は「銀ナノワイヤを用い
たストレッチャブル透明電極膜」である。人間の動きに追
従させるウエアラブル機器用途として，屈曲性や伸縮性を
備える透明導電膜は，ITO代替材料としての期待以上に，
伸縮性を持つデバイスの実装技術におけるキーマテリアル
となる可能性が高い。3件目は，「導電性ペーストにおける
界面コンタクト制御技術の進展」で，これまで導電性フィ
ラーと樹脂による導電性ペーストは広く使われてきている
が，さらなる発展のためには，フィラー同士のコンタクト
メカニズムなどを科学的に裏付けされた技術開発が必要で
ある。そこで，ナノからミクロンレベルのフィラーが用い
られている最近のペースト動向に合わせて，フィラー同士
のコンタクトに関して学術的な観点から解説していただい
た。4件目は「インクジェット工法プリンタブルデバイス
の設計効率化のための CAD技術」である。インクジェッ
ト印刷はドットの積み重ねとなるため，これまでのプリン
ト配線板のような設計ではなく，印刷解像度との兼ね合い
やエッジ整形処理を行うなど，専用のノウハウが必要と
なっている。
　これらのように，印刷応用技術は日々進展しており，早
期の実用化に向けた産官学の協力体制で，かつて日本の強
みであったエレクトロニクス分野の国際競争力を強化でき
るものと確信している。最後に，本特集を企画するに当
たって，執筆をお引き受けいただいた方々および関係各位
にこの場を借りて御礼申し上げます。
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